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Machine pour faire les 

microsoudures en aluminium 
Avec du fil soit  18µm/25µm/33µm/50µm/75µm 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Wedge-bonding 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cycle de câblage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



Capillaire   l 

Machine pour faire les bumps en or 
Avec un fil de 25µm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cycle de câblage 
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Le bonding ultrasonique se réalise à l’aide d’ultrasons que l’on applique lorsque le fil est 

maintenu contre le plot à souder (micro-vibrations à une fréquence élevée {source US > 20 kHz} 

sous une certaine pression). On utilise le câblage ultrasonique pour le wedge bonding. Il s’agit 

donc d’une soudure à froid, c’est l’apport de cette énergie ultrasonique qui engendre un 

ramollissement du fil similaire à l'effet obtenu par une élévation de température. Cette technique 

permet aussi le câblage de rubans pouvant dépasser 100 μm de largeur, on parle alors de « 

Ribbon bonding » (ou câblage au ruban). La plupart des équipements capables de réaliser du 

wedge bonding peuvent aussi réaliser du câblage au ruban, en changeant leur outil 

(pointe/stylet). Le « Ribbon bonding » permet donc de plus forts courants et de plus hautes 

fréquences de fonctionnement (on atteint l’ordre du GHz). 
. 

 
 

Avant de commencer à manipuler, il est primordial de savoir que pour toutes les 

méthodes de « wire bonding », nous devons avoir des surfaces parfaitement planes. 

De plus, le fil, comme les plages d’accueil, doivent être exempts de tout dépôts gras 

(traces de doigts ou huile machine) qui rendent le phénomène impossible. De plus, 

de manière générale, il est fortement déconseillé de pratiquer des coudes dans le 

parcours des fils afin d'éviter tout risque de court-circuit (+ amplitude de boucle 

suffisante). 
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Machine FLIP CHIP 
 

       Collage de la puce re tournée  pour une connexion 

électrique soit par THERMOCOMPRESSION   ou THERMOSONIC 
 

Ce repère va permettre à l’outil de venir saisir automatiquement la puce (pick & place) grâce à une préhension 

par le vide. Cette technologie permet de saisir et de manipuler des objets à l'aide d’une pompe à vide (venturi). 

Une fois la puce saisie, on répète l’opération de placement du repère mais cette fois-ci sur le substrat pour que 

la puce vienne se coller/souder par diffusion au substrat (pression et chaleur). 
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  Puce  retournée   
 
 
 

 

 
 

Câblage par fil 
Puce 

 

 
Plots métallisés 

Remplissage sous-jacent 
 

Billes de soudures                                                    Connecteurs 

 
Couche d’électrons sous-jacente

 

 

Dans le domaine des semi-conducteurs, la puce retournée (traduction de flip chip) est une des techniques utilisée 

pour effectuer les connexions électriques. 
 

La puce est retournée car, à l'inverse du câblage par fil (trad. wire bonding) où les surfaces pour les soudures (ou 

contacts) doivent se trouver dans le même sens, pour la technique de la « puce retournée » les surfaces doivent 

être face-à-face (soit en sens opposé). La puce est donc bien retournée (par rapport au câblage par fil). 

Le terme « puce à bosses » est parfois employé, car sur les contacts, il y a des billes ou bosses pour la soudure au 

boîtier. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2blage_par_fil


Machine à sérigraphie  
Soit des pâtes ou encres en couches 

épaisses 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dispositif 

Plaque chauffante 
(Séchage à 125°C) 

Pour éliminer le solvant 

 
 

                        Etuve 
                Traitement thermique à 850°C 

                     pour solidifier la surface 
 

                          
 

 

            Masque à sérigraphie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

Cette dernière est un processus qui constitue la première étape dans la réalisation des cartes électroniques. Elle 

est très utilisée en techno CMS (Composants montés en surface) et permet de coller beaucoup plus de 

composants simultanément. On commence donc par déposer notre substrat en céramique vierge, puis le « Mesh 

mask » (masque/pochoir gravé laser avec le dessin des plages d’accueils/pistes) et enfin l’écran de toile inox 

sur lequel il faut mettre en place la crème à braser (Ag/Pd/Pt, Fiche de données en annexe). On lance alors le 

process semi-automatique, la crème est raclée sur l’écran puis se dépose sur les plages d’accueils/pistes. Il faut 

que la crème ait un indice de thixotropie important pour assurer une bonne résistance à l’étalement, c’est-à-dire 

qu’elle doit être fluide sous l’effet du mouvement de la raclette.  
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La composition 9562 est un conducteur ternaire économique 
possédant des qualités de tenue exceptionnelles des soudures 
de fils aluminium de grand diamètre. Ce conducteur bénéficie 
d’une conductivité, d’une adhérence et d’une aptitude à la 
soudure excellentes. Il est destiné à servir de conducteur 
économique pour l’automobile et les produits grands publics. On 
peut protéger la composition 9562 à l’aide de la composition 
4904 pour éviter la migration de l’argent.  
 

 

  

La toile, principal composant de l’écran, se définit par : 

• Le diamètre de fil   . d . 

• Le pourcentage d’ouverture 

• Le nombre de meshs (nombre de fils par pouce 

25,4 mm) est fonction de diamètre du fil es du 

maille  . W . 

 

Pour une toile déterminée, la somme  . d + W . 

est constant 

 

Le pourcentage d’ouverte de la toile  . Fₒ . se 

définit par :  

 

𝐹ₒ =
𝑊 ²

(𝑊+𝑑) ²
 × 100  
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1)  Sérigraphie 

• Le même motif est déposé sur chaque 
substrat. 

• Le râcle force la pâte à travers les ouvertures 
du masque. 

• On laisse ensuite la pâte se niveler quelques 
min.    

 

2) Séchage 

•  Conditions typiques : 150°C, 15min 

• En étuve ventilée (solvants inflammables !!!)  
 

3) Cuisson 

• Normalement en four a bande 

• Dans la plupart des cas, séchage séparé en 
étuve 

• Au début, évacuation des composants du 
véhicule organique 

• Ensuite, frittage + réaction chimiques & 
changements de phase 

• Plateau de 850°C, 10 min = ‘’standard’’ 

• Temps de passage, entre 30 min et 1h 
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MACHINE DE DECOUPE 
 

 

 

Fonctionnement : 

 
La scie de précision permet de découper et de structurer de 

nombreux matériaux tels que le silicium, le verre, le quartz, le 

niobate de lithium…, mais également d’effectuer des polissages 

simultanément aux découpes sur le silicium et le niobate de 

lithium. La scie de précision permet ainsi de séparer des 

dispositifs mais également d’en créer. 

Lors de la découpe à la scie DISCO DAD 321, les dispositifs 
sont collés sur un film adhésif, maintenus par le vide et 
découpés avec une lame annulaire refroidie par eau. 
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